


























专利名称(译) 用于制造超声探头的方法和系统
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本文描述的系统和方法一般涉及形成超声探针的导电层。该系统和方法
形成超声探头，其包括压电层，以及第一和第二匹配层。第一匹配层插
入在第二匹配层和压电层之间。第二匹配层由具有来自激光激活模塑互
连器件（MID）或三维打印机的选择声阻抗的材料形成。第二匹配层电
耦合到压电层。
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